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Abstract (en)
[origin: US2023390758A1] A pipetting device (1) for receiving and dispensing fluid volumes, comprising a housing (2) with a holding portion (3),
which is constructed for holding the pipetting device (1) by means of an operator's hand, a support device (4), which is designed for supporting the
pipetting device (1) on an operator's finger, the support device (4) being rotatable relative to the holding portion (3), preferably about a longitudinal
axis (L) of the pipetting device (1). The invention further relates to a pipetting device (1) for receiving and dispensing fluid volumes, comprising a
releasable positive connection between a first and a second component of the pipetting device (1). Because the support device is adjustable relative
to the holding device into a plurality of different defined rotational positions the pipetting device can be used by either left-handed and right-handed
operators or by operators with hands of different sizes.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Pipettiervorrichtung (1) zum Aufnehmen und Abgeben von Fluidvolumina, aufweisend ein Geh&use (2) mit einem
Halteabschnitt (3), der ausgebildet ist zum Halten der Pipettiervorrichtung (1) mittels einer Hand einer Bedienperson, eine Stiitzeinrichtung
(4), die ausgebildet ist zum Stiitzen der Pipettiervorrichtung (1) auf einem Finger einer Bedienperson, wobei die Stitzeinrichtung (4) relativ
zum Halteabschnitt (3) drehbar ist, vorzugsweise um eine Langsachse (L) der Pipettiervorrichtung (1). Die Erfindung betrifft auBerdem eine
Pipettiervorrichtung (1) zum Aufnehmen und Abgeben von Fluidvolumina, aufweisend eine |dsbare formschlissige Verbindung zwischen einem
ersten und einem zweiten Bestandteil der Pipettiervorrichtung (1).
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